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深圳市景旺电子股份有限公司 

2018年度总经理工作报告 

2018年，深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）管理层在董事

会的带领下，紧密围绕着“以人为本、制造精品、拓展企业、回报社会”的经营

理念，专业专注，对外积极开拓市场，对内不断提高管理水平和生产能力，圆满

完成了公司的年度经营目标，确保公司的稳健快速发展，有序推进公司长期战略

目标的落地。现在就公司管理层在2018年度（以下简称“报告期”）的工作汇报

如下： 

一、2018 年度主要经营指标 

2018 年，公司实现营业总收入 498,555.91 万元，比上年同期增长 18.93%；

归属于上市公司股东的净利润 80,265.87 万元，比上年同期增长 21.66%；归属

于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 75,052.33万元，比上年同期增

长 19.05%；经营活动产生的现金流量净额 80,383.96 万元，比上年同期增长

10.33%。 

截至 2018 年底，公司资产总额 767,010.95 万元，同比增长 60.55%；归属

于上市公司股东的所有者权益合计 414,302.95 万元，同比增长 26.45%。 

报告期内，公司实现营业收入、净利润等经营指标的稳步增长，离不开公司

各部门、各员工践行公司经营理念的专业专注、勤勉尽责。正是每一位成员的辛

勤付出，确保了江西二期项目建设工作有效推进、新产能有序释放、FPC事业群

生产效率良率大幅提升、企业基础管理能力持续提升等工作目标的圆满达成。 

报告期内主要经营数据和财务指标： 

项目 2018年 2017年 变动幅度 

营业收入（万元） 498,555.91 419,201.78 18.93% 

归属于上市公司股东的净利润

（万元） 
80,265.87 65,973.51 21.66% 

归属于上市公司股东的扣除非经

常性损益后的净利润（万元） 
75,052.33 63,044.44 19.05% 

经营活动产生的现金流量净额

（万元） 
80,383.96 72,855.67 10.33% 

基本每股收益（元/股） 1.97 1.62 21.60% 
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加权平均净资产收益率 21.97 21.50 1.13% 

项目 2018年末 2017年末 变动幅度 

资产总额（万元） 767,010.95 477,739.66 60.55% 

归属于上市公司股东的所有者权

益（万元） 
414,302.95 327,643.80 26.45% 

 

二、2018 年主要工作内容 

根据IMF统计，2018年全球GDP增长率为3.7%，相比于2017年略微上升0.1%，

中国GDP增长处于领先地位，保持着6.6%的较高增长率。2018年全球电子行业仍

保持着5.5%的强劲增长率，这一年是电子行业的转型中期，电子行业的关键驱动

力正在发生根本性改变，带动了PCB市场的新一轮增长。印制电路板是电子产品

的关键电子互连件，作为所有电子产品不可或缺的组件，是电子行业发展之基础。

根据Prismark统计，2018年，全球PCB产值为623.96亿美元，同比增长6.0%，中

国大陆PCB产值高达327.02亿美元，同比增长10.0%，位列全球各区域增长率之首。 

依托于完整的产业链，全球PCB制造向中国大陆转移的趋势仍在加深，中国

大陆PCB行业集中度不断提升，已经进入行业结构性调整的关键时期。公司刚性

电路板、柔性电路板两大类产品并驾齐驱、稳步发展，公司各产品广泛应用于通

讯设备、汽车电子、工控医疗、消费电子等领域，在技术、客户、管理等多个方

面具备独到优势。报告期内，公司上下一心，目标一致，通过积极开拓市场、加

强技术创新、不断提高管理水平，增强公司的综合竞争力；通过顺应行业发展趋

势，抓住机遇，实现企业的长期可持续发展。 

（一）以客户为中心、品质优先，积极开拓市场，稳步提高产销量 

报告期内，公司 PCB、FPC 两大业务齐头并进，坚持以客户为中心的原则、

深入贯彻品质优先的管理理念，积极开拓市场，不断加深与国内外新老客户的合

作。公司各事业部，结合各自工厂差异化特点与所服务的具体客户，在产品转型、

技术改造、精益生产等方面重点开展工作，产能和效率显著提升，内部基础管理

水平大幅度提升，有效降低报废和生产成本。本年度，公司实现 RPCB 营业收入

29.86 亿元，比上年同期增长 21%；FPC 营业收入 15 亿元，比上年同期增长 14%；

MPCB 营业收入 4.25 亿元，上年同期增长 25%。公司 RPCB、MPCB 产品保持着

98%以上的综合良率，公司 FPC 产品达到了 96%以上的综合良率，相比较上一年
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度提高 3 个百分点，效益提升明显。 

（二）紧跟行业发展趋势，面向未来储备丰富的技术 

随着电子产品日趋小型化、轻薄化，对功能的安全性、质量的稳定性和一致

性要求更高，PCB 产品逐步向高密度、小孔径、大容量、轻薄化的方向发展。为

保持公司产品的持续竞争力，公司管理层应市场发展，积极推动开展技术研发活

动，面向未来，储备技术。报告期内，公司研发投入 23,114.05 万元，相较 2017

年度增长 16.24%，大力开展了 5G 相关的 PTFE、LCP 等材料加工技术、多层软板

盲孔技术、无线充电及新能源产品制作技术、多层刚挠结合板制作技术、铝基板

电镀技术开发、含有盲孔及精细线路的铜基板技术开发等技术研发项目。 

报告期内，公司取得了一系列的知识产权成果，新增发明专利合计 34 件，

新增实用型专利 32 件、新增著作权 1 件。除取得发明专利和实用新型专利外，

公司还自主开发了多项非专利技术，提升生产工艺水平，增强产品竞争力。公司

“高密度多层柔性板技术”、“高精度指纹识别柔性板技术”、“多阶 HDI 印制板技

术”、“嵌埋铜块技术”、“24G/77G 汽车雷达微波板”、“5G 天线产品技术”等已

具备量产能力。报告期内，公司“高密度多层板”、“高密度互联高多层刚挠结合

板”、“COB 封装金属基板”、“绝缘槽铜基板”4 个产品认定为高新技术产品证书，

公司荣获“中国机械工业科学技术奖”、“广东省科学进步奖”等奖项。 

（三）加快智能化工厂建设，大力提升企业智能制造水平 

报告期内，公司重点投资的“江西景旺精密电路有限公司高密度、多层、柔

性及金属基电路板产业化项目（二期）”进展顺利，本项目实现了生产的全流程

自动化及可靠性追踪、中央系统实时检测并调控的智能化功能。报告期内，公司

管理层按照既定计划，积极推进智能化工厂的建设，项目广泛使用AGV小车、机

械臂等代替人工，实现企业云计算和自动化设备的网络互联，逐步优化大数据应

用功能模块，自主培养首批智能化工厂管理团队。项目自上半年投产以来，管理

团队不断的实践、总结、优化，江西二期在效率、成本、可靠性追溯、交期等方

面表现突出，报告期内已投产的三条产线产能爬坡顺利，预计全部建成达产后，

公司可以为客户提供更多高质量产品。 

（四）持续优化管理手段，实现信息化、数字化价值转型 
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公司一直以来非常重视信息化管理，通过不断引入、优化信息化管理系统，

提升企业管理手段，提高管理的及时性、准确性、科学性。2015年，公司引进“甲

骨文（Oracle）”ERP系统,开启了公司信息化和工业化一体管理体系的运用，实

现了对生产全流程的信息化处理。报告期内，公司管理层通过“三化委员会”，

推动公司深入开展信息化管理工作。同时，公司通过开展EHR、SRM、EDI、一卡

通等专项项目，有序推进内部员工、供应商、客户订单等方面的信息化、智能化

管理，逐步搭建企业内外部信息化管理的“完整链条”，使得公司整体基础管理

水平得到长足的进步。公司持续加强信息化、自动化和智能化管理工作，既可以

实现企业资源配置的最大化，还能实现信息化、数字化的价值转型，用精准的数

据、有效的分析，支持业务发展，为公司决策提供依据。 

（五）完成再融资、股权激励、投资并购，助力企业长远发展 

2018年7月，公司完成了可转换公司债券的公开发行并上市，募集资金9.78

亿元，解决了江西二期项目的投资资金需求问题，同时也为公司后续发展夯实了

资金基础。江西二期项目的顺利开展，解决了公司PCB产能不足与订单较满之间

的矛盾，提升了公司的管理水平和产能质量，增强了公司为客户创造更多价值的

能力。 

2018年11月，公司实施了上市后的首次股权激励计划，向公司的核心管理人

员、核心技术（业务）人员授予了限制性股票。建立健全公司长期有效的激励约

束机制，充分调动员工的积极性和创造性，吸引和留住优秀人才和业务（技术）

骨干，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，确保公司长期、稳定发展。 

2018年12月，公司完成并购标的珠海景旺柔性电路有限公司（更名前为 “珠

海双赢柔软电路有限公司”）的股权交割工作，为有序开展对并购标的的管理

工作，公司迅速组建管理团队、“因地制宜”制定管理方案，并有序推进方案

的落地。此次投资并购，解决了公司FPC产能紧缺与订单之间的矛盾，同时丰富

了公司FPC产品类型，有利于公司实现FPC产品结构调整、提高综合竞争力并扩

大市场占有率。 

三、2019 年公司主要工作重点 

根据Prismark预测，2019年全球PCB产值预计637亿美元，中国大陆PCB产值
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预计337亿美元，占全球产值的52.9%；2018-2022年，全球PCB产值复合增长率为

3.7%，中国大陆PCB产值复合增长率为4.4%，全球PCB制造将继续向大陆转移，中

国大陆PCB产值占全球比重将继续提高。 

随着电子信息产业的升级转型、智能制造的全面推进、5G商业化等，PCB行

业的发展充满机遇和挑战，公司将通过强化组织能力建设、打造优秀技术团队、

提升自主研发、升级智能制造、创新精益管理、积极开拓市场等措施，强化企业

的综合竞争力，逐步提高公司的市场占有率。公司2019年将重点开展以下工作： 

（一）以客户为中心、强练内功，赢得更多战略盟友 

虽然全球PCB制造持续向中国大陆转移、行业集中度不断提升，但宏观经济

面临下行压力、下游市场竞争趋烈、国际贸易等不确定性因素增加，2019年必将

是挑战和机遇并存的一年。面临严峻的挑战和风险，公司务必保持敬畏心，锻造

强健的“体质”，才能继续创造辉煌。在市场国际化的进程中，只有具备品质稳

定、交付及时、技术扎实等优势才能获得客户的长久信赖，公司将强化“以客户

为中心”的理念，以满足客户要求为基本，不断弥补短板，提高综合竞争力，积

极响应客户需求、及时为客户创造价值，以实现与更多优质客户的共进共荣。 

（二）强化人力资源管理和组织能力建设工作，打造钻石般的团队 

实现公司规模的稳步增长、公司效益的不断提升，管理清晰、职责明确、有

活力的组织是关键。公司在建立健全人力资源管理制度、推进公司职位体系建设、

中层管理干部培育及讲师队伍建设方面初有成效，需要进一步建立发现人才、培

养人才、留住人才的机制。通过建立价值评估体系，强化组织能力建设，制定符

合公司实际的人才价值评估标准和方法，准确发现人才、合理价值分配，让奋斗

者主动向公司靠拢，如泉赴壑，“人才洼地”才能是企业发展的不竭动力。 

（三）强化技术创新、储备高端产品制造能力 

技术创新是技术密集型制造企业的生命力，技术水平的高度决定着企业未来

能走多远。技术创新是为客户提供更优质的产品和服务，从而吸引更多优质客户，

以占据更多的市场份额、打破企业发展的天花板、增强抵御经济周期的波动的能

力。 
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公司具备多种印制线路板产品的制造能力。公司RPCB产品可以提供高多层板、

高频高速板应用于消费电子、通讯设备、汽车电子、光电市场、工业控制、5G

基站等领域；FPC可以提供应用于模组、手机终端、指纹识别、车载、新能源、

天线模组、无线充电等产品；同时公司可以生产RPCB与FPC相结合的刚挠结合板。

公司以客户为中心，大量开展技术创新活动，敢于对现有的制造能力提出挑战，

配合客户研制新产品，成就客户也提高自己的能力。同时结合市场的发展趋势，

积极自主研发，提前储备新技术，以迎接技术红利时代。 

（四）持续推进“三化”建设工作，强化智能制造 

自动化、信息化和智能化是现代制造业升级发展的必经之路，这个趋势和发

展方向是确定的。设备的自动化是智能工厂的基础、管理的信息化是驾驭智能工

厂的方法，二者结合才能真正发挥智能工厂的最大效益。公司以江西二期工厂为

新战场，提高智能制造的软实力，成立自动化、信息化及智能化委员会，即“三

化委员会”，旨在切实推动整个公司的自动化、信息化、智能化水平提升，为公

司将来扩产的新工厂夯实更先进的基础，增强公司未来的核心竞争力。公司在三

化工作上，将逐步建立完善的机制和体系，敢于思考、充分发挥主观能动性，积

极创新、严谨实施，科学管理、认真论证，确保企业投资价值及投资回报率。 

新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，2019年，公司管理层将在

董事会的带领下，继续以舍我其谁的使命感、不进则退的危机感、时不我待的紧

迫感、勇于担当的责任感开展各项工作。艰苦奋斗、凝心聚力，在攻坚战场上做

出更大努力和贡献，为成为全球最可信赖的电子电路制造商而不懈奋斗! 

 

报告人：刘绍柏 

2018年 3月 29日 


